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KHOA HOC VA CONG NGHE NU'O'C NGOAI @

CHE TAO VI MACH: GONG NGHE IN KHAG NANO SE SOAN NGO!
CONG NGHE PHOI SANG DUNG TIR CUC TU NGOAI?

GS.TS bang Lwong M6

Giéo sw danh dw Bai hoc HOSEI, Tokyo, Nhét Ban

Cé vén Pai hoc Quéc gia TP H6 Chi Minh
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Hién nay, trong ché tao vi mach, céng nghé phoi sang dung tia cwe tir ngoai (EUV) trong quy trinh
quang khac (Lithography) dang chiém dia vi “doc ton”. Céng ty ASML (Ha Lan) hién la nha cung
cap hang dau thé gi&i vé thiét bi quang khac cho nganh céng nghiép ban dan. Theo cac chuyén
gia, moét thiét bi phoi sang ctia ASML & mipc vai nanomet c6 gia ban t&i 2 ty USD. Cho nén, tién
dau tw cho mét nha may ché tao vi mach tién tién ngay nay phai la nhiéu ty USD chir khéng con
la vai tram triéu USD nhw trwéc. Sau day, ching ta sé cung tim hiéu céng nghé in khac nano (NIL)
cua Cong ty Canon (Nhat Ban) - trng vién sang gia canh tranh v&i cong nghé EUV cua ASML.
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$o sanh nhirng thong so chinh

Hinh 1 (A) cho thdy chum tia sang EUV (biéu twong la
hinh tam giac can mau dam nhét & phia bén phai hinh),
dwoc phan xa tdng cong 11 1an trwéc khi chiéu xubng
mat “dé” ban dan (wafer) mau xanh nhat c6 1&p nhii bé
mat mau xanh thAm hon. Hinh chi¥ nhat mau vang la
“mat na” (mask) - noi vé mach dién tir.

Chum tia EUV da dwoc phan xa va thu nhé 4 1an méi
dwoc chiéu téi méat na; sau d6, hinh tlr mét na dwoc phan
chiéu thém 6 1an nira m&i dat t¢i I6p nhi xanh bé mét
wafer dé in hinh mach dién t& xudng do.

Hinh 1 (B) tém lwgc quy trinh in khac nano. Mat na
mau vang trén dé da ghi san hinh mach dién t&, dwoc
chiéu chum tia EUV (mau tim) t&r trén xubng. Hinh mach
dién tl trén mét na duorc truc tiép in khac xudng 1&p nhii
(resist) xanh chi mét 1an va toan dién.

Thong qua so sanh & bang 1 cé thé thay, hién tai cong
nghé EUV ctia ASML chiém lgi thé vé& d6 chinh xac va
nang lwc xt ly cao. Con céng nghé NIL ctia Canon co lgi
thé 1a chi can x& ly 1 14n la xong tat ca cac hinh mach
dién tlr phirc tap va tiéu thu nang lvong thap.
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CHUM TIA EUV PHAN XA NHIEU LAN MGL.
ROI TOI BE MAT LGP NHU CAM QUANG.

(A)

CHUMTIA EUV

LGP NHU CAM QUANG
MATNA |

MAT NA BUGC AN XUONG LGP NHU CON LONG
DE TRUC TIEP CHUYEN TAI HINH VE XUONG DO

(B)

Hinh 1. So sanh céng nghé EUV ctia ASML (A) va céng nghé NIL ctia Canon (B). Ngudn: Tap chi Nikkei Electronics.

Bang 1. So sanh thong sé ky thuat cta cong nghé EUV va NIL.

STT Théng sé ky thuat Cong nghé  Cong ngh¢

EUV NIL

1 Buwéc séng 13 nanomét 14 nanomét
Nang lwc xt ly (throughput) tinh -~ 170 lat 80 lat

2 N T o Py e T
bang so0 lat silicon trong 1 gi& silicon/h silicon/h

3 D.o.chlnh.xac ghep khop hinh 1,5 nanomét 4 nanomét
(fitting, alignment)

4 Dién lwc tiéu hao Lon Nhd

V@i cdng nghé NIL, hinh dang hodc hinh vé phirc tap c6
thé dwoc sao chép lai chi bdng mot [an in, tir hinh vé trén mét
na xudng bé mat I&p nhil phd trén méat “dé” ban dan silicon.
Trwéc tién, nhii (resist) dwoc phun phi mét 16p trén mat dé
silicon. Khi I&p nhii con & trang thai Idng, mat na vé hinh mach
dién t& dwoc “an” xubng bé mat Iép nhii dé “in” 1én d6. Tiép
theo, chum tia cuc t& ngoai dwoc chiéu xudng dé chuyén tai
hinh vé trén mat na xuéng mat 1&p nhi. Cho cho I6p nhii
kho, mat na méi dwoc gé ra dé 16 hinh mach dién t& da duoc
chuyén tir mét na xudng mét I&p nhi. Phan nhii bién chét vi
da cadm quang dwoc g& bé di. i véi cong nghé NIL, méat na
gbc co thé dung dé tao ra mat na phuc ché. Dac biét 14 NIL
tiéu thu nang Ilwong thap do quy trinh ché tao don gian, thiét
bi khéng phure tap.

Vé&i cong nghé EUV, do d6 phirc tap nén gia cla thiét bi rat
cao. Riéng van dé diéu chinh sao cho 11 1an phan xa clia chim
tia EUV chiéu xuéng dé silicon, v&i @ chinh xac & mtrc 1 phan
triéu cta 1 milimét, cling da la chuyén “doéng troi”. Bang chu y

TAI LIEU THAM KHAO

la n&ng lwong tiéu thu clia cdng nghé ASML rat cao vi tia EUV
& bwéc séng st dung (13,5 nm) bi hap thu béi khong khi va
lang kinh rat nhiéu. Ngoai ra, thiét bi ASML phai dwoc rat chan
khéng va thay vi dung lang kinh, gwong phan chiéu da duoc
st dung dé giam b6t hap thu. Tuy vay, gwong phan chiéu cling
khong cé hiéu suat 100%. Vi vay, hiéu suét tdng hop vé tiéu
thu ndng lwong cla toan thé quy trinh chi 1a 5%. Day 1a nguyén
nhan chinh khién dién n&ng tiéu thu cda thiét bji EUV I6n gép
10 1&n thiét bi NIL.

Ca hai cong nghé NIL va EUV déu bat ddu bang mét na trén
d6 da vé san mach dién t&r can duoc ché tao. Quy trinh tao ra
mat na & ca hai cong nghé déu 1a: “Truc tiép vé bang tia dién
tl - electron beam direct writing”. Diém khac nhau 1a cach x&
ly sau d6: chuyén tai hinh tr trén méat na xubng bé mat dé ban
dan. Cach x ly clia hai phwong phap khac nhau tir day.

Phuong phap NIL tuy ¢ nhiéu wu diém (quy trinh va thiét
bi gié’n don, dién nang tiéu th’l:l nhd) nhwng ciing c6 khong it
khuyét diém (nang luc xt ly thap, do chinh xac ghép khép hinh
thap).

Phwong phap EUV tuy vwot troéi hon NIL vé nang lwc x(
ly va do chinh xac ghép khép hinh, nhwng lai co khuyét diém
I&n 14 thiét bi phirc tap; gia thiét bi rat cao va dién nang tiéu thu
cling rat cao.

Xem ra, viéc “chon no bd kia” & day khong phai la “dap an
t6i wu”. Chung ta ky vong hai phuong phap sé bd tro [an nhau
dé tao ra mot cbng nghé wu viét, déng gdép hiru hiéu cho sw
phat trién clia nén cong nghiép ban dan vi mach
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